




























专利名称(译) 高频超声探头

公开(公告)号 US20140350407A1 公开(公告)日 2014-11-27

申请号 US14/286918 申请日 2014-05-23

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片索诺声公司

申请(专利权)人(译) FUJIFILM SONOSITE，INC.

当前申请(专利权)人(译) FUJIFILM SONOSITE，INC.

[标]发明人 CHAGGARES NICHOLAS CHRISTOPHER
RIEDER ERIC

发明人 CHAGGARES, NICHOLAS CHRISTOPHER
RIEDER, ERIC

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08

CPC分类号 A61B8/4444 A61B8/5207 A61B8/4488 A61B8/4494 B06B1/06 B06B1/0622

优先权 61/827524 2013-05-24 US

其他公开文献 US9603580

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

高频超声探头包括其上具有多个换能器元件的基板和通过一个或多个通
孔电耦合到支撑基板的导电框架的接地平面。导电框架电耦合到印刷电
路的接地平面，该印刷电路具有耦合到换能器元件的导体。
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